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１．概要（Summary） 

現在、データ処理速度やネットワークコストの増大とい

った課題を解決するために、エッジ AI コンピューティング

が注目されている。エッジAIデバイスの普及には、デバイ

ス自体にセキュリティ機能を持たせることが求められる。本

研究では、エッジAIデバイスのパッケージ表面へセキュリ

ティチップを表面実装する新たな物理的セキュリティ技術

の確立に向けて、接着を用いた異種材料の接合技術の

提案、検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ処理装置、ダイシングソー 

 

【実験方法】 

接合の信頼性を向上させることを目的に、プラズマ処理

装置等にて接合前の基板に対し表面処理を行った。基板

には、エッジAIデバイスとして半導体パッケージのQuad 

Flat Package(QFP)を採用した。また、表面処理による

表面形状の変化が与える接合強度への影響を調査する

ことを目的に、表面処理後の基板の表面形状を AFM に

て観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各種表面処理を行った基板の AFM 像を Fig. 1 に示

す。測定位置によって表面形状やラフネスは大きく異なる。

表面処理により表面粗さが増加することが示唆された。こ

れにより、プラズマによる化学的効果に加え、アンカー効

果と呼ばれる機械的効果による接合強度への影響が示

唆された。 

 

 

Fig. 1 AFM images of (a) untreated QFP and QFP 

treated with (b) Ar/O2 plasma (c)VUV/N2 and 

(d)VUV/O3. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

装置を使用するにあたり、早稲田大学ナノライフ創新研

究機構 水野潤 研究院教授に多くの助言を得ましたこと

に感謝致します。この機器利用は、国立研究開発法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業

務（JPNP16007）を行うためのものです。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

 


